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出口管制加码出口管制加码      半导体国产替代加速推进半导体国产替代加速推进
■中国城市报记者 孙雪霏

随着中国产业链不断升
级和技术进步，特别是在半导
体制造设备和先进制程芯片
领域的发展突破，美国多次出
台政策，加大对华半导体出口
管制。

近日，美国政府宣布新增
一系列针对中国的半导体出
口管制措施，进一步强化对半
导体制造设备、存储芯片等物
项的对华出口管制，并将 136
家中国实体增列至出口管制

“实体清单”，还拓展“长臂管
辖”，对中国与第三国贸易横
加干涉。

与此同时，据海关总署 12
月 10 日公布的最新数据，今
年前 11 个月中国集成电路出
口 1.03 万亿元，首次突破万亿
元，同比增长 20.3%。

这表明，美国持续的打压
并未阻止中国芯片产业发展
壮大。而且，复杂多变的外部
环境为我国半导体产业破除
技术封锁、加速自主替代提供
了契机。

遭受无理打压

针对美国新发布的半导
体限制措施，当日，我国商务
部回应称，半导体产业高度全
球化，美方滥用管制措施严重
阻碍各国正常经贸往来，严重
破坏市场规则和国际经贸秩
序，严重威胁全球产业链供应
链稳定。包括美国企业在内
的全球半导体业界都受到严
重影响。中方将采取必要措
施，坚决维护自身正当权益。

美国此次打压政策主要
涉及三个方面：一是将中国主
要半导体设备商纳入所谓“实
体清单”；二是加大中国半导
体行业获取 HBM（高带宽存
储器）技术的管制；三是实施

“长臂管辖”，第三方国家的公
司向部分“实体清单”的公司
提供产品也需要获得美国的
出口许可。对被列入“实体清
单”的企业来说，最直接的影
响是在供应链限制上。这意
味着任何美国公司或个人若
未得到许可，不得协助这些企
业获取受出口管制的任何物
品和技术。

美国拜登政府此前已两
度对华挥起半导体出口管制

“大棒”。相较前两次管制集
中于头部芯片设计公司和关
键晶圆制造商，此次打压不仅
阻止中国进口先进的 HBM、
设备和软件，还进一步限制中
国自主生产高端设备的各条
通路。

一名半导体行业资深人

士称，此次打压力度更大、范
围更广。也有业内人士认为，
与此前两次管制措施相比，虽
然此次打压政策中被进入“实
体清单”企业数量庞大，但并
未大力升级对整个中国半导
体行业的进出口管制。

科技霸凌被反噬

在过去数年，美国不断通
过“ 外 国 直 接 产 品 规 则 ”

（FDPR）等“长臂管辖”机制，
限制中国企业进口含有美国
技术的半导体及设备。而经
过两年两轮出口管制之后，中
国投入“非美”产线的开发，力
图从美国之外的生产商进口
产品。此次美国“翻新”了“长
臂管辖”机制，试图阻碍其他
国家对华出口。

从此前被纳入管制的中
国企业名单来看，美国主要
限制芯片设计和制造环节，
一 是 针 对 5G、AI、超 级 计 算
等高科技领域具备优势或潜
力的企业，如全球 5G 产业“领
头羊”华为、为中国超级计算
机提供核心处理器的飞腾和
申威；二是打压芯片设计和制
造环节的关键企业，如具备 5
纳米芯片设计能力的华为海
思 、领 先 的 GPU（图 形 处 理
器）公司壁仞、摩尔线程，以及
中国大陆规模最大的集成电
路代工厂中芯国际等。

然而，此次美国将半导体
设备、材料和工具软件企业也
纳入“实体清单”，并对部分企
业实施额外的出口管制，意在
全面围堵中国国产供应链 。
被纳入清单的企业包括刻蚀
机和薄膜厂商北方华创、离子
注入机厂商凯世通半导体、
EDA（电子设计自动化）软件
开发商华大九天、光刻胶开发
商南大光电、大硅片开发商上

海新昇等。此外，还首次将两
家半导体投资机构建广资产、
智路资本列入清单。

据北京市金杜律师事务
所统计，上榜“实体清单”企业
中，约有 71% 为半导体设备制
造商，7% 为先进电子材料企
业，5% 为 EDA 企业。前述半
导体行业资深人士直言，被制
裁的实体几乎覆盖了所有国
产半导体供应链环节的领军
企业。

当 前 ，美 国 的 核 心 目 标
是，打击、压制中国科技产业
在新一轮人工智能竞争中的
发展。此前已针对性地“ 卡
住”先进 GPU 的出口，此次进
一步限制 HBM，即当前高算
力 AI芯片的标配部件。

在 AI 大模型时代，海量
数据对算力提出更高需求，AI
芯片的竞争从提升单卡 GPU
性能转向“GPU+HBM”的系
统 优 化 。 若 没 有 高 性 能
HBM，AI 芯片整体效率会大
打折扣。

市 场 调 研 机 构 Coun‐
terpoint 研 究 副 总 监 Brady 
Wang 直言，中国自主研发 AI
产品，只要模型够好、时间够
久，也能做出来，只是成本会
更高且研发进度会被拖慢。

美国不断加码对华科技
出口管制的同时，也在持续承
担反噬后果。12 月 3 日，商务
部公告，即日起原则上不予许
可镓、锗、锑、超硬材料相关两
用物项对美国出口；对石墨两
用物项对美国出口，实施更严
格的最终用户和最终用途审
查。美国地质调查局（USGS）
10 月 15 日发布的一份研究报
告指出，如果中国全面禁止出
口镓和锗，美国国内生产总值
可能会减少 34 亿美元，主要
集中在半导体及其器件制造
行业。

同样在 12 月 3 日，中国互
联网协会、中国汽车工业协
会、中国半导体行业协会、中
国通信企业协会发表声明，呼
吁国内企业审慎选择采购美
国芯片。

中国四大行业协会发声
当晚，美股芯片公司应声普
跌。一名美国芯片企业销售
人士称，行业协会的呼吁虽不
具备强制力，但中长期将影响
中国企业的采购决策。他的
一些大客户在此前几轮美国
出口管制实施后，已加速转向
国产。当前，中低端芯片已大
规模国产化，高端芯片国产替
代也势必加速推进。

中国半导体业内外再度
深化的共识是，破除一切幻
想，惟以自立自强方可破局。
一名熟悉半导体政策的专家
称，当前形势为中国半导体产
业提供了巨大的推动力，促使
我们不再依赖美国既定的创
新路线。如今，已有不少中国
企业开始走这条路，虽然成本
较高，但从架构、设计到工艺、
封装，乃至设备和材料，均能
实现自主可控。

国产化进程加速推进

在半导体产业国产化加
速的背景下，我国半导体相关
产业迎来发展契机，推动了我
国半导体设备及零部件行业
的技术水平提高和规模化快
速发展。

半导体产业链涵盖设计、
制造、封测三大核心环节：上
游设计环节作为人才和智力
密集型产业，附加值最高；中
游制造环节产业价值最大，但
发展水平受制于芯片制程的
先进程度；封装和测试位于产
业链后端，通常外包给劳动力
成本优势地区。

一名国内头部芯片设计
企业国际业务负责人指出，当
前，“先进封装”是制约算力增
长的关键因素，并成为各芯片
巨头突破集成电路微缩工艺
发展瓶颈的法宝。经过七八
年的发展，中国半导体在芯片
设计、材料等领域加速了技术
提升与国产替代。

“国产半导体供应链近年
在成熟制程领域取得了很大
进展，正朝更先进节点迈进。”
Brady Wang 直言，此前中国
的半导体设备、材料等相关企
业未被纳入美国管制范围，原
因在于中国企业那时在这些
领域的规模、技术水平总体还
不够强。

新管制措施发布次日，多
家 A 股上市公司公告，“影响
有限、运营正常”。一家半导
体设备制造商称，公司的核心
零部件大多自主生产，海外采
购的标准件在国内亦可找到
同类型供应商，评估后对公司
业绩影响不大，并计划加大零
部件研发力度。

中芯国际、长江存储等晶
圆制造厂商在被美国限制之
后，积极转向国产设备和材
料。一位晶圆制造厂商的工
作人员透露，采购团队现在会
主动到市场上寻找国产替代
设备，即使是样机，也会尽快
推动产线测试。

半导体研究公司芯谋研
究首席分析师顾文军研判，未
来 2—3 年，国产零部件产业
将迎来高速、高质量发展，由
点及面逐渐完善，并对设备环
节形成全面有效支撑。预计
研发将覆盖 80% 以上的零部
件领域，量产将占 50% 的市场
需求，供应将占据 20% 的市场
份额。总体呈现出国产零部
件缺失情况急剧减少、技术差
距快速缩小的发展态势。

四川成都：
沃飞长空

全球总部基地开建

12月12日，沃飞长空全球总部

基地开工活动在四川省成都高新区

未来科技城低空经济（飞行器制造）

产业园举行。该项目主要布局总部

办公、研发和生产制造低空出行航

空器等。图为开工仪式现场展示的

电动垂直起降航空器AE200批产构

型吸引参观者。

中新社记者 刘忠俊摄


